Elektronikai technolégia I. laboratérium Ellen6rz6 kérdések

Nyomtatott huzalozasok technolégidja

1. Mi a nyomtatott huzalozasu lemezek funkciéja?

A diszkrét aktiv és passziv alkatrészeket NYHL-ekre szerelik, melyek feladata az alkatrészek
mechanikai rogzitése és a kivezetések kozotti villamos kapcsolat megteremtése a szigetel6 lemezen
|étrehozott vezet6 rajzolat altal.

2. Ismertesse a leggyakrabban alkalmazott hordozok felépitését és tulajdonsagait!
=  Papirvaz erdsitési fenolgyanta:
® EIGny: olcso, megfeleld hGalldsag, j6 megmunkalhatdsag, |étezik FR (6nkioltd) is

e Hatrany: nagy nedvszivo képesség, kicsi mechanikai szilardsag

= Papirvaz erd@sitési epoxigyanta:
® El6ny: kis dielektromos veszteségi tényez6, jo szigetelés, jol sajtolhatd, jobb
hajlitoszildardsag, fémezett falu furat készitésére is alkalmas

» Uvegszovet erdsitésii epoxigyanta
® ElGny: kivald villamos, mechanikai és h6allosagi tulajdonsagok, csekély vizfelvétel,
furatfémezéshz kivald
® A kétoldalas, furatfémezett, tobbrétegl NYHL-ek legelterjedtebb szigetel6anyaga.
® Hatrany: draga

Léteznek egyéb hordozdk is, melyek alkalmazdasat egy-egy specidlis teriilet igényli. Pl. poliimid = jo
szigetelG és az epoxigyantanal magasabb h&allésag; PTFE (teflon) = kivalé dielektromos
tulajdonsagai miatt a mikrohulldmu elektronikdban alkalmazzak.

3. Fogalmak definicidja:
a) Pozitiv mikodés( fotoreziszt: a megvilagitott részeken oldhatéva valik
b) Negativ m(ikodésd fotoreziszt: a megyvilagitott részeken oldhatatlanna valik
c) Pozitiv maszk: a maszk a rajzolatnak megfelels részeket fedi le
d) Negativ maszk: a megvalésitani kivant abra negativja a maszkkal fedett rész

4. Ismertesse a kiilonb6z6 nedveskémiai rétegfelviteli technoldgiakat!
Folyékony kdzegben (elektrolit), kémia reakciok révén mennek végbe — a folyamatok mindegyik
redukcid: pozitiv toltésl fém-ionok elektronfelvétellel fémmé redukalédnak.

Galvanizalds: redukcié elektromos aram hatasara
Arammentes rétegfelvitel: redukdldszert hasznalnak
Immerzids bevonat készitése: az elektrédpotencidlok kiilonbsége a folyamat hajtéereje

5. Sorolja fel a kétoldalas, furatfémezett NYHL létrehozasanak technoldgiai Iépéseit!
1. CNCfuras

Nedves csiszolas

Furatfémezés

Fotoreziszt maszk készitése

Rajzolatgalvanizalas

Maszkeltavolitas, maratas

Forrasztdsgatld maszk és szelektiv, forraszthatd bevonat felvitele

Konturmaras
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6. Ismertesse a CNC-fuirds jellemz6 technolégiai paramétereit!

Az optimalis technoldgiai paraméterek (fordulatszam, elGtolasi sebesség) meghatarozasa:
n =v/(d*n)
Ve=exn
n: fordulatszam (fordulat/perc)
v: a furd kertleti (,vagasi”) sebessége, 100-150 m/perc
d: a furé atmérdje, 0.1-6.3 mm
V,: el6tolasi sebesség, m/perc
e: el6tolds, 0.05-0.15 mm/fordulat

A jellemzd fordulatszam 18-125e fordulat/perc, az elStolasi sebesség pedig 2-4 m/perc.

7. Ismertesse a maszkkészités fontosabb lépéseit!



